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内容概要

　　《普通高等教育“十一五”国家级规划教材：电子微连接技术与材料》是普通高等教育“十一五
”国家级规划教材。
《普通高等教育“十一五”国家级规划教材：电子微连接技术与材料》对现代电子微连接技术和材料
作了全面、系统的介绍，全书共分8章，主要内容包括电子微连接的原理、方法及工艺，微连接材料
及试验方法，现代微电子封装技术、芯片互连技术与材料等。
　　《普通高等教育“十一五”国家级规划教材：电子微连接技术与材料》以微连接技术为主线，突
出微连接技术与材料的结合，注重分析问题和解决问题的思路，理论联系实际。
书中大量收录了国内外近年来在电子微连接技术领域取得的最新成果以及工程应用实例，立足培养学
生在工程方面的技术和科研能力，对教学、科研和生产均具有重要的实用价值。
　　《普通高等教育“十一五”国家级规划教材：电子微连接技术与材料》可作为高等院校材料、机
械、电子、仪器仪表类相关专业本科生的教材，也可供研究生学习。
对电子、通信、仪器仪表、汽车电子、计算机、家用电器以及锡钎料生产行业的广大工程技术人员（
包括供销人员） 也是一本实用的参考书。
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章节摘录

　　第1章　绪论　　1.1 微连接技术和材料概述　　当前，全世界都在加速信息化的进程，科技、经
济、军事无不依赖于信息化。
随着人类社会信息化步伐的加快，电子微连接技术作为先进制造技术的重要组成部分已成为当代科学
技术研究的前沿领域之一。
　　20世纪90年代以来，以计算机（Computer）、通信（Communication）和家用电器等消费类电子
产品（Consumer Electronics）为代表的电子技术（Information Technology——IT）产业获得了前所未有
的迅猛发展。
它为社会的技术进步和信息化以及人民生活水平的提高发挥了巨大的作用，为人类社会创造了巨大的
财富，并带动了社会相关产业的发展，因此电子信息技术产业在国民经济中发挥着越来越重要的作用
。
如果说美国的硅谷是世界IT产业的研发基地，那么，我国珠江三角洲、长江三角洲和环渤海湾地区则
是世界最大的电子产品生产基地⋯。
　　电子材料是电子信息产业发展的物质基础，而电子元器件又是电子整机的基础，其中连接技术和
连接材料占有十分重要的地位。
在电子信息产业发展进程中，一代电子元器件的诞生，就需要有一代相应的连接技术和连接材料。
连接材料的发展，反过来又推动连接技术的进步，二者相互促进、共同发展。
　　由于我国电子信息产业相对于发达国家起步较晚，又因为我国人力资源、有色金属资源比较丰富
，制造成本较低，使我国在世界电子信息产业链的分工中主要承担下游产品的制造，也就是说，我国
在世界电子产业分工中所承担的连接与封装的比重很大。
与其说我国是世界电子产品制造中心，还不如说是微连接加工中心。
因此，微连接技术和材料对我国电子信息产业的发展起着重要的作用。
　　1.1.1　微连接的定义和特点　　“微连接”又称精密连接，这一术语于1961年首先由西方工业发
达国家提出。
20世纪80年代后期国际焊接协会（International Institute for weldin9——IIW）成立了微连接技术委员会
（Micr0．joining Selected Committee），随后日本、德国、中国也相继成立了专门的学术机构。
如今，微连接已自成体系，并形成了一门独立的制造技术。
不论是“微连接”或是“精密连接”，皆是指连接对象的细微特征，这种特征导致了微连接工艺与普
通焊接工艺具有显著的区别，因此在连接中必须考虑连接尺寸的精密性，这种必须考虑接合部位尺寸
效应的精密连接方法统称为微连接。
焊接领域的微连接技术，在电子产品生产工艺中又称为微电子焊接。
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